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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T12940—2008《银石墨电触头技术条件》,与GB/T12940—2008相比,除结构调

整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了符号、代号及标注方法(见第4章,2008年版的第3章);

b) 更改了化学成分及力学、物理性能(见5.3,2008年版的4.3);

c) 更改了金相组织图例的标准号(见5.4,2008年版的4.4);

d) 更改了焊接银层的技术要求(见5.5,2008年版的4.5);

e) 更改了化学成分的试验方法要求(见6.3.1,2008年版的5.3.1);

f) 更改了电阻率的试验方法(见6.3.2.2,2008年版的5.3.2.2);

g) 更改了化学成分的抽样方案及判定规则(见7.4.3.1,2008年版的6.4.3.1.1);

h) 更改了样本量字码和正常检验二次抽样方案(见7.5,2008年版的6.5);

i) 更改了运输的要求(见8.3,2008年版的7.3);

j) 更改了贮存的要求(见8.4,2008年版的7.4)。
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银石墨电触头技术条件

1 范围

本文件规定了银石墨电触头的技术要求、检验规则以及标志、包装与贮存,描述了试验方法。
本文件适用于烧结-挤压或烧结-复压工艺银石墨电触头的制造。
注:在不引起混淆的情况下,本文件中的“银石墨电触头”简称电触头。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文
件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。
GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T5163 烧结金属材料(不包括硬质合金)可渗性烧结金属材料 密度、含油率和开孔率的

测定

GB/T5586 电触头材料基本性能试验方法

GB/T5587 银基电触头基本形状、尺寸、符号及标注

GB/T26871 电触头材料金相试验方法

JB/T4107.3 电触头材料化学分析方法 第3部分:银石墨中碳含量的测定

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 符号、代号及标注方法

银石墨电触头采用组合编码方法进行编码。银用两位英文字母Ag表示。石墨用一位英文字母C
表示。石墨组分的质量分数用一位阿拉伯数字表示。石墨取向用两位英文字母表示,Pw 为无取向,Qc
为垂直取向,Qp 为平行取向。如有必要,焊接银层用一位英文字母表示,H为带焊接银层,N为不带焊

接银层。如有必要,材料的硬度状态用一位英文字母表示,R为软态,Y为硬态。编码结构图见图1。
Ag C (△) △/△ △

材料的硬度状态(R、Y)

焊接银层(H、N)

石墨取向(Pw、Qc、Qp)

石墨组分的质量分数(数字代码)

石墨(字母代码)

银(字母代码)

图1 银石墨电触头编码结构图

示例:AgC(3)Qc/HR表示含石墨3%的垂直取向带焊接银层软态的银石墨电触头。
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